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Abstract (en)
A radiation-emitting and/or receiving semiconductor element comprises a semiconductor body (1) with a radiation-active zone (2) a principal lateral
direction and surface with a protective layer (6) on the side and a side contact (5). The side contact and protective layer are laterally separated from
one another. An independent claim is also included for a process for forming a contact as above.

Abstract (de)
Es wird ein strahlungsemittierendes und/oder -empfangendes Halbleiterbauelement vorgeschlagen, umfassend einen Halbleiterkérper (1), der eine
zur Strahlungserzeugung oder zum Strahlungsempfang vorgesehene aktive Zone (2), eine laterale Haupterstreckungsrichtung und eine Hauptflache
aufweist, sowie eine seitens der Hauptflache angeordnete Schutzschicht (6) und einen seitens der Hauptflache angeordneten Kontakt (5), wobei
die Schutzschicht (6) von dem Kontakt in lateraler Richtung beabstandet ist. Weiterhin wird ein Verfahren zur Aufbringung eines Kontakts auf einen
Halbleiterkdrper (1) angegeben.
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